INHALT

INHALT

27

Smart Rings als medizinische Wearables
haben einen groen Sprung nach vorne
gemacht - dem Trend zur Miniaturisierung
folgend

Zweiter Teil unseres Nachberichts zur
,productronica‘ und ,SEMICON Europa‘

—_
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ventec

INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

-

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung

von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Wearable Electronics und Smart Robotics sind Schliisselkomponen-
ten zukiinftiger Entwicklungen - doch wissen wir wirklich, was auf
uns zukommt?
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Leiterplatten Service GmbH

Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH présentiert
sich als Komplettdienstleister rund um die Entwicklung,
Beschaffung von Leiterplatten, deren Bestickung und
Komplettmontage.

Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt, Auto-
motive, Medizintechnik, Industrieelektronik, Messtechnik,
Datentechnik und Telekommunikation angeboten.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de
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